	2025년 My Chip 경진대회 심사용 논문
여기에 제목을 입력하세요
(Put English Title Here)
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Abstract
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      Keywords : 5개이하의 키워드를 입력하시오. (스타일:Keywords내용) 

	


Ⅰ. 서  론
여기에 서론을 입력하세요. (스타일:본문)



Ⅱ. 본  론 (스타일:각 장 제목)
1. 각 절 제목 (스타일:각 절 제목)
여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문) 

가. 각 항 제목 (스타일:각 항 제목)
여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

(1) 각 항 제목 (스타일:각 항 제목)
여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)
여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)
여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

표와 그림 : 영문 (tables and figures in  English)


그림	1.	여기에 그림 제목을 입력하세요 (마침표삭제)여기에 그림 제목을 입력하세요 (마침표삭제)
Fig.	11.	Please put the title of figure here. Please put the title of figure here.

수식 맨 끝에 번호를 기입하세요.
		   (1)

표	1.  여기에 그림 제목을 입력하세요(마침표삭제) 여기에 그림 제목을 입력하세요(마침표삭제)
Table	1.  Please put the title of table here. Please put the title of table here.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ⅲ. 실 험 
여기에 내용을 입력하세요.
Ⅳ. 결 론 
여기에 내용을 입력하세요.
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<<References 작성요령>>
영문으로 작성요망
논문지 : 저자명, 제목, 논문지명, 권, 호, 쪽, 년월
단행본 : 저자명, 도서명, 출판사명, 쪽, 년도.
학술회의 논문지 : 저자명, 제목, 논문지명, 쪽, 개최장소, 국가, 년월.
※ 논문지명(잡지포함) 또는 도서명은 이탤릭체로 표기한다.
※ 본문에서 인용한 참고문헌 번호는 인용문 우측 상단의 []안에 기입한다.
예) [1]. 윗첨자
<<폰트문제>>
본 한글스타일 파일에서는 기본폰트를 사용하므로 논문지에 실리는 게재논문의 폰트와는 다를 수 있다.
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보충자료 (Supplement)

[bookmark: _GoBack]■ 『내 칩 제작 서비스』 참여자 정보
1. 『내 칩 제작 서비스』 참여 차수 및 신청 번호: (예) 2024년 2차, MPW250605002
2. 『내 칩 제작 서비스』 참여 당시 팀 구성원의 학년 (참여자 성명은 기재하지 않음)
[bookmark: _Hlk205742490]- 참여자1: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년
- 참여자2: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년
- 참여자3: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년
- 참여자4: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년
3. 『My Chip 경진대회』 이전 동일 내용으로 논문 제출 여부 : (O, X)
* 대한전자공학회 추계학술대회 논문집 게재 여부를 판단하기 위한 것이며, 경진대회 심사와는 무관함


■ 회로 설계 및 칩 평가의 과정, 결과 등 경진대회 심사를 위한 보충자료 
*『내 칩 제작 서비스』신청서, 결과보고서 등의 내용을 토대로 5페이지 내외 작성 (아래 예시)

1. 회로 설계 내용
* 회로명, 회로도 및 Block Diagram, 레이아웃, 예상 성능, DRC/LVS/PEX 검증 등의 내용을 작성


2. 칩 평가 방법 
* 패키지 칩 또는 bare die 평가를 위한 측정환경, 평가 항목 및 측정 방법 (또는 계획) 작성


3. 칩 평가 결과 및 고찰 
* 칩 평가 결과와 설계값과 측정값을 비교하여 분석한 내용, 결론 및 소감 등을 작성
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